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Abstract (en)
White gold alloy free of nickel and copper, comprises (in mass%): gold (greater than 75); palladium (18-24); at least one element (1-6) comprising
manganese, hafnium, niobium, platinum, tantalum, vanadium, zinc, and zirconium; optionally at least one element (greater than 0.5) comprising
silicon, gallium, and titanium; and optionally at least one element (greater than 0.2) comprising ruthenium, iridium, and rhenium. An independent
claim is included for preparing the alloy, comprising placing the components of the white gold alloy in a crucible; heating the crucible to melt the
components; pouring the molten alloy; allowing to harden; subjecting to water quenching; subjecting to at least one cold rolling; and annealing under
reducing atmosphere.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un alliage d'or gris sans nickel et sans cuivre présentant une dureté convenant en particulier aux horlogers, bijoutiers
et joailliers. Cet alliage est constitué de (en pourcentages massiques) : - plus de 75% d'Au ; - de plus de 18% à moins de 24% de Pd ; - de plus
de 1% à moins de 6% de Zr ; - éventuellement, de plus de 1% à moins de 6% d'au moins un élément choisi parmi Mn, Hf, Nb, Pt, Ta, V et Zn ; -
éventuellement, au plus 0,5% d'au moins un élément choisi parmi Si, Ga et Ti ; et - éventuellement, au plus 0,2% d'au moins un élément choisi
parmi Ru, Ir et Re. L'invention a également trait à un procédé de préparation de cet alliage.
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